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Trends der Elektronikfertigung

Bei BGAs und
QFNs (Quad Flat
No Leads Packa-
ge) mit verdeck-
ten Anschliissen
an der Bauteilun-
terseite konnen
die Létstellen nur
noch per Ront-
gen Uberprift
werden.

von Martin Ortgies
Produktion Nr. 35, 2010

KONIGSLUTTER (sp). Elektronische
Baugruppen werden immer komple-
xer und kleiner. Ihre Verdrahtungs-
und Packungsdichte wird kontinuier-
lich erhdéht. Sogenannte Multilayer-
Platinen-Boards mit Ball-Grid-Array-
Bauteilen werden in HDI-Technologie
entwickelt. Sie stellen die Elektronik-
fertigung aber vor besondere Heraus-
forderungen.

Ein BGA verfiigt oft iiber 1500 An-
schliisse; ein typisches Mainboard ist
mit 1700 SMD-Bauteilen bestiickt
und erfordert die Verarbeitung auch
kleinster Bauformen (wie 0402 mit
einer Grolle von 1,0 x 0,5 mm). Die
Positioniergenauigkeit erh6ht sich auf
bis zu 50 p. Zusatzlich steigt die Viel-
falt an Bauteilen pro Baugruppe kon-
tinuierlich an, mit z.B. 300 Riistplét-
zen in einer Fertigungslinie.

Bernd Richter, Vorstand des Ferti-
gungs-Dienstleisters Thlemann AG,
nennt als Konsequenz dieser Trends er-
hohte Qualitdts-Vorgaben fiir Fertigung
und Priifung: ,Das Ziel ist eine fehler-
freie Produktion. Dafiir kommen nur
noch modernste Fertigungsanlagen in-
frage und eine umfangreiche Priiftech-
nik, wie AOI und Rontgen.“ Fertigungs-
Dienstleister wie die Thlemann AG se-
hen sich besser als die meisten OEMs in
der Lage, teure Investitionen in neue
Technologien wie die Rontgenpriiftech-

nik oder Selektivltanlagen zu meis-
tern, da sie ihre Anlagen besser auslas-
ten und die Kosten auf viele Fertigungs-
auftrége verteilen kénnen.

Hohere Reproduzierbarkeit
der Létergebnisse wird erreicht

So ist bei zweiseitigen, SMD-be-
stiickten Leiterkarten das tibliche Lot-
verfahren fiir bedrahtete Bauteile nicht
mehr moglich. Werden Drahtteile
stattdessen per Hand gelotet, ist der
Lotvorgang weniger exakt und kaum
reproduzierbar. Fiir Richter ist das Se-
lektivlotverfahren hier die bessere Al-
ternative: ,Jede einzelne Lotstelle
kann separat programmiert werden,
um Flussmittelmenge und Lotzeit se-
lektiv zu steuern. So wird in der Seri-
enfertigung eine hohere Qualitét, Pro-
zesssicherheit und Reproduzierbarkeit
der Lotergebnisse erreicht.”

Um bereits vor der Bestiickung Lot-
pastendruckfehler auf Leiterplatten zu
erkennen, werden diese komplett durch
die automatisierte optische Inspektion
(AOI) hinter den Siebdruckern tiber-
priift. Fiir die Priifung bestiickter Lei-
terplatten kommt eine weitergehende
AOI-Technik zum Einsatz. Mit orthogo-
nalen und geneigten Kamerasystemen
werden alle sichtbaren Lotstellen um-
fassend kontrolliert.

Bei BGAs und QFNs (Quad Flat No
Leads Package) mit verdeckten An-
schliissen an der Bauteilunterseite
konnen die Lotstellen nur noch per

Rontgen iiberpriift werden. Die Mate-
rialien einer Leiterkarte und der ver-
bauten Bauteile absorbieren Rontgen-
strahlung sehr unterschiedlich. Im
Rontgenbild konnen mikroskopische
Objektdetails mit wenigen Zehntelmil-
limetern vergrofSert abgebildet und
dokumentiert werden. Damit werden
Defekte nachgewiesen wie Kurzschliis-
se durch Atz- oder Layoutfehler, Lei-
terbahnunterbrechungen und fehler-
hafte Viametallisierungen. Erkannt
werden auch Bestiickungsfehler wie
fehlende Lotfiillung, Poren oder Lot-
briicken. Die Rontgenpriifung dient
auch dazu, das Lotprofil fiir hochan-
spruchsvolle Boards zu optimieren.

Exakte Lottemperaturen
miissen eingehalten werden.

Vor allem bei den unterschiedlichs-
ten BGA-Bauformen ist es sehr wichtig,
dass im Bereich der Balls unterhalb des
Bauteils die exakten Lottemperaturen
erreicht und eingehalten werden. Rich-
ter sieht neben der Qualitdt die wirt-
schaftliche und preiswiirdige Fertigung
als Grundvoraussetzung an, um am
Markt bestehen zu konnen: ,Dariiber
hinaus ist die Kundennéhe fiir indivi-
duelle Services und kurze Reaktions-
zeiten maldgeblich. Notwendig ist der
Blick fiir die gesamte Prozesskette. Zu
den Differenzierungsmerkmalen im
Wettbewerb rechne ich optimale Pro-
zessabldufe, das technologische Know-
how und moderne Fertigungsanlagen.



